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证券代码：002594        证券简称：比亚迪        公告编号：2020-115 

 

比亚迪股份有限公司 

关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。  

为了更好地整合资源，做大做强半导体业务，根据中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规

定》的政策精神，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日

召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的

议案》，董事会同意公司控股子公司比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚

迪半导体”）筹划分拆上市事项，并授权公司及比亚迪半导体管理层启动分拆比亚

迪半导体上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市

方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案

后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。 

本次分拆事项不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权，不会对公司其他

业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈

利能力。 

一、拟分拆上市主体的基本情况 

（一）基本情况 

1、公司名称：比亚迪半导体股份有限公司 

2、法定代表人：陈刚 

3、注册资本：45,000万元人民币 

4、统一社会信用代码：91440300766363876J 

5、注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路1号 

6、成立日期：2004年10月15日 
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7、股东持股情况： 

序

号 
股东名称 

股份数量 

（股） 
持股比例 

1.  比亚迪股份有限公司 325,356,668.00  72.30% 

2.  
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合

伙） 
13,235,292.00  2.94% 

3.  先进制造产业投资基金（有限合伙） 11,029,410.00  2.45% 

4.  深圳红杉智辰投资合伙企业（有限合伙） 8,823,528.00  1.96% 

5.  Himalaya Capital Investors, L. P. 8,823,528.00  1.96% 

6.  厦门瀚尔清芽投资合伙企业（有限合伙） 8,823,528.00  1.96% 

7.  
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合

伙） 
7,731,616.00  1.72% 

8.  启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 6,617,646.00  1.47% 

9.  
深圳中航凯晟汽车半导体投资合伙企业（有

限合伙） 
6,617,646.00  1.47% 

10.  深圳市鑫迪芯投资合伙企业（有限合伙） 6,617,646.00  1.47% 

11.  爱思开（中国）企业管理有限公司 6,617,646.00  1.47% 

12.  
中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合

伙企业（有限合伙） 
3,970,588.00  0.88% 

13.  中金浦成投资有限公司 2,205,882.00  0.49% 

14.  
中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合

伙企业（有限合伙） 
2,205,882.00  0.49% 

15.  
深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合

伙） 
2,205,882.00  0.49% 

16.  
湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有

限合伙） 
2,205,882.00  0.49% 

17.  珠海镕聿投资管理中心（有限合伙） 2,205,882.00  0.49% 

18.  
招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限

合伙） 
1,985,292.00  0.44% 

19.  
中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企

业（有限合伙） 
1,323,531.00  0.29% 
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20.  
联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合

伙企业（有限合伙） 
1,323,531.00  0.29% 

21.  
珠海横琴安创领鑫股权投资合伙企业（有限

合伙） 
1,323,531.00  0.29% 

22.  新余华腾投资管理有限公司 1,102,941.00  0.25% 

23.  
苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合

伙） 
882,351.00  0.20% 

24.  深圳安鹏创投基金企业（有限合伙） 882,351.00  0.20% 

25.  
珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限

合伙） 
882,351.00  0.20% 

26.  深圳华强实业股份有限公司 882,351.00  0.20% 

27.  上海元昊投资管理有限公司 882,351.00  0.20% 

28.  张家港博华创业投资合伙企业（有限合伙） 882,351.00  0.20% 

29.  
广州佳诚九号创业投资合伙企业（有限合

伙） 
882,351.00  0.20% 

30.  深圳市松禾创业投资有限公司 882,351.00  0.20% 

31.  深圳市创新投资集团有限公司 882,351.00  0.20% 

32.  平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙） 882,351.00  0.20% 

33.  
深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合

伙） 
882,351.00  0.20% 

34.  深圳市共同家园管理有限公司 882,351.00  0.20% 

35.  深圳市碧桂园创新投资有限公司 882,351.00  0.20% 

36.  中小企业发展基金（深圳南山有限合伙） 882,351.00  0.20% 

37.  
深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合

伙企业（有限合伙） 
882,351.00  0.20% 

38.  
深圳市伯翰视芯半导体合伙企业（有限合

伙） 
882,351.00  0.20% 

39.  
Starlight Link Investment Company 

Limited 
882,351.00  0.20% 
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40.  深圳市英创盈投资有限公司 661,765.00  0.15% 

41.  深圳市天河星供应链有限公司 441,175.00  0.10% 

42.  
深圳市建信远致智能制造股权投资基金合

伙企业（有限合伙） 
441,175.00  0.10% 

43.  珠海火睛石网络科技有限公司 441,175.00  0.10% 

44.  上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙） 441,175.00  0.10% 

45.  
深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合

伙） 
220,590.00  0.05% 

合计 450,000,000.00 100.00% 

8、经营范围：许可经营项目：半导体(集成电路、分立器件、光电器件及其它

半导体产品)设计、制造及销售;半导体相关产品封装、测试及销售;半导体相关模组

类产品设计、制造及销售;半导体相关材料及设备(含芯片、封装及其它材料)的研

发、设计、制造及销售;半导体相关技术咨询、开发与转让;半导体相关软件的研发、

设计、系统集成、销售和技术服务;半导体二手设备买卖;LED照明产品的研发、生

产、销售、运营及工程安装;LED显示屏产品、路灯充电设计的研发、生产、销售、

运营及工程安装;节能项目的运营、设计、工程施工及运营管理;合同能源管理;智慧

路灯项目运营;其它相关配套服务;本企业产品及生产所需的设备、技术及原材料的

进出口业务;自有物业租赁、设备租赁及其它相关租赁业务;自营和代理各类商品及

技术的进出口及销售。(以上项目不涉及外商投资特别管理措施) 

（二）比亚迪半导体最近三年业务发展情况 

比亚迪半导体主要业务覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半

导体的研发、生产及销售，拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用

在内的一体化经营全产业链。经过十余年的研发积累和于新能源汽车领域的规模

化应用，比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。同时，在工

业级IGBT领域，比亚迪半导体的产品下游应用包括工业焊机、变频器、家电等，

将为其带来新的增长点。在其他业务领域，比亚迪半导体也拥有多年的研发积累、

充足的技术储备和丰富的产品类型，与来自汽车、消费和工业领域的客户建立了

长期紧密的业务联系。未来，比亚迪半导体将以车规级半导体为核心，同步推动
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工业、消费等领域的半导体发展，致力于成长为高效、智能、集成的新型半导体

供应商。 

（三）股权结构及控股股东的股权关系 

截至本公告出具之日，公司直接持有比亚迪半导体325,356,668股股份，持股

比例为72.30%，为比亚迪半导体的控股股东。 

二、授权事项 

公司董事会授权公司及比亚迪半导体管理层启动比亚迪半导体分拆上市的前

期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过

程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案

及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。 

三、本次分拆上市的目的和意义 

半导体行业是科技发展的基础性、战略性行业，具有前期投入金额大、产能

建设周期长等特点，对行业内公司的资金实力和技术创新能力均提出较高要求。

近年来，为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，尽快解决产

业薄弱环节一批核心技术“卡脖子”问题，国家密集出台相关鼓励和支持政策，

从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等

多个方面加大行业支持力度；同时，受益于5G通讯技术推动人工智能、汽车电子

等创新应用的发展，半导体市场规模持续扩大。在政策支持叠加市场需求的大背

景下，半导体行业的国产替代进程稳步进行。 

比亚迪半导体作为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商，在技术积累、人才

储备及产品市场应用等方面具有一定先发优势。截至目前，比亚迪半导体已完成

了内部重组、股权激励、引入战略投资者及股份改制等相关工作，公司治理结构

和激励制度持续完善，产业资源及储备项目不断丰富，具备了独立运营的良好基

础。本次分拆上市将有利于比亚迪半导体进一步提升多渠道融资能力和品牌效应，

通过加强资源整合能力和产品研发能力形成可持续竞争优势，充分利用国内资本

市场，把握市场发展机遇，为成为高效、智能、集成的新型半导体供应商打下坚

实基础。 
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四、独立董事独立意见 

本次筹划控股子公司分拆上市事项，有利于拓宽比亚迪半导体的融资渠道，

支持比亚迪半导体持续研发和经营投入，提升公司和比亚迪半导体的持续盈利能

力及核心竞争力。独立董事认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展需求，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益，待上市方案初步确定后，公

司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，同意公

司开始筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市事项，并授权公司及比亚迪半导体

管理层启动分拆上市相关筹备工作。 

五、风险提示 

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公

司董事会还需就分拆比亚迪半导体上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内

上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股

东大会审议批准。本次事项的推进还需取得中国证监会、公司上市地交易所及比

亚迪半导体拟上市地交易所等监管机构的核准和/或批准，本次分拆上市事项仍存

在一定不确定性。  

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请

广大投资者注意相关风险。 

六、备查文件 

1、第七届董事会第四次会议决议； 

2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 

 

特此公告。  

 

 比亚迪股份有限公司董事会  

2020 年 12 月 30 日 


